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Device (1) for, simply by contact, supporting and
holding a piece in position and bringing the latter
to a desired negative or positive temperature, the
piece being held through a pressure reduction
effect, comprising: a heat-conducting plate (2)
with an upper face (7) possessing at least one
groove (8) communicating with a duct (9, 10) for
connecting with a source of gas under reduced
pressure, paralie! enclosures (15) provided in the
plate (2) and traversed by heat-adjusting fluid
streams at the abovementioned desired positive
or negative temperature; and a peripheral
chamber (16) surrounding the plate (2) and
containing a dry pressurised gas distributed by
output means (18) spread around the periphery
and pointing towards the centre of the plate so
that the dry gas is directed above the surface of
the plate and over the piece supported by the
plate so as to prevent the formation of -
condensation and ice at low temperatures.
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semi-conducteurs incluant un tel dispositif.

Dispositif (1) pour, par simple contact, supporter et
maintenir en position une pidce et porter celle-ci a une
température souhaitée négative ou positive, le maintien de la
piece s'effectuant par effet de dépression, comprenant : un
plateau (2) thermiguement conducteur avec une face supér-
ieure (7) possédant au moins une gorge (8) en communication
avec un conduit (9, 10) de raccordement avec une source de
gaz en dépression, des enceintes paralidles (15) prévues dans
le plateau (2) et traversées par des flux de fluide de réglage
thermique a la susdite température souhaitée positive ou
négative ; et une chambre périphérique (16) entourant le
plateau (2) et contenant un gaz sec sous pression distribué par
des moyens de sortie (18) répartis périphériquement et
orientés vers le centre du plateau de maniére que le gaz sec
soit dirigé au-dessus de la surface du plateau et sur la piéce
supportée par celui-ci afin d'empécher la formation de
condensation et de givre pour des températures basses.

@ Dispositif de support et de régulation thermique d’une piéce et apparelllage de test de plaques de circuits

FIG.2.
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Description

Dispositif de support et de régulation thermique d'une pléce et appareillage de test de plaques de circuits
semi-conducteurs tncluant un tel dispositif.

La présente invention concerne un dispositif pour,
par simple contact, supporter et maintenir une piéce
en position et porter celle-ci 4 une température
souhaitée, négative ou positive. L'invention
concerne aussi un appareillage de test de plaques
de circuits semi-conducteurs qui .inclut un tej
dispositif.

Les pastilles ou puces de circuits semi-conduc-
teurs. notamment de circuits intégrés, sont obte-
nues par découpe d'une plaque primaire (ou
“wafer”) sur laquelle sont formés simultanément une
grande quantité de circuits identiques. Etant donné
les dimensions trés réduites des puces et les
difficultés de manipulation qui en résultent, il est
apparu plus avantageux de tester les puces non pas
sous forme individuelle apres découpe, mais direc-
tement sur la plaque (ou "wafer”) elle-méme ; un
systeme de repérage permet d'identifier chague
puce de la plaque et les puces révélées défec-
tueuses (hors normes) par le test sont éliminées
aprés découpe de la plague.

Ce processus est avantageux car il permet
élimination des puces défectueuses dés leur
fabrication et avant les opérations ultérieures (no-
tamment leur encapsulage), d'ol une économie
sensible dans la fabrication. En outre, ce processus
permet d'envisager un contrdle systématique et
automatique de toutes les puces fabriquées, d'ol un
gros avantage pour I'utilisateur qui est pratiqguement
assuré de n’acheter que des composants en état de
fonctionnement, alors que jusqu'a présent aucun
contrble systématique n’était effectué et que, si un
controle préalable était souhaité, il était réalisé
manuellement avec une augmentation considérable
du coit des composants sélectionnés.

Toutefois, le contréle systématique tel qu'il peut
étre pratiqué actuellement présente quelques incon-
vénients en raison des insuffisances du matériel
utilisé. )

Le brevet U.S. 4 491 173 montre un dispositif du
genre concerné par l'invention adapté pour le
support de plaques de circuits semi-conducteurs.

Un premier inconvénient de ce dispositif connu
réside dans les moyens de maintien de la plaque a
circuits semi-conducteurs sur le plateau du disposi-
tif. Si les moyens a dépression d’air semblent bien
appropriés (des moyens mécaniques de saisie et de
blocage de la plaque endommageraient celle-ci en
raison de son extréme fragilité), par contre le plateau
supérieur muni d'une pluralité de trous (type
passoire) impose une limitation dans les dimensions
des plaques a tester qui doivent obligatoirement étre
de suffisamment grandes dimensions pour recouvrir
et obturer I'ensemble des trous ; en pratique ce type
de dispositif est limité a une seule dimension de
plaque. Du fait que les plagues sont en réalité
produites avec des formats fort divers variant du
simple au double (par exemple avec des diamétres
d’environ 75 mm & 150 mm), il serait nécessaire de
disposer de plusieurs dispositifs ayant chacun un
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diamétre (ou une dimension) de plateau adapté a un
type de plaque particulier, ce qui accroitrait considé-
rablement fe colt de linstallation et réduirait sa
souplesse d'utilisation.

Par ailleurs, le dispositif connu de par ce brevet
américain est équipé de bobines de chauffage
permettant de chauffer le plateau et, par conduction,
la plaque 4 circuits intégrés jusqu'a une température
présélectionnée de maniére a permetire le test des
puces dans le domaine des hautes températures.
Toutefois, cet agencement présente un premier
inconvénient fondamental qui est de limiter I'excur-
sion thermique aux plages chaudes, sans possibi-
lité d'explorer les plages froides, alors que les
normes de fonctionnement des composants semi-
conducteurs prévoient leur emploi a basses tempé-
ratures (par exemple jusqu’a -55°C, voire -65°C) et
qu’il est connu que les défectuosités d'une puce
peuvent n'apparaitre que dans une plage thermique
déterminée. Un second inconvénient fondamental
de cet agencement connu réside dans la présence
des bobines électriques de chauffage dont le
courant d'alimentation perturbe par son rayonne-
ment le fonctionnement des puces qui sont parcou-
rues par des courants trés faibles et rend les tests
inefficaces. .

L'invention a donc essentiellement pour but de
remeédier aux Inconvénients ci-dessus exposés et de
proposer des moyens perfectionnés qui donnent
mieux satisfaction aux diverses exigences de |a
technique, et en particulier de proposer un dispositif
de maintien de piéces sans contact qui accepte des
piéces de formats divers. qui soit agencé pour
pouvoir porter les piéces aussi bien a des tempéra-
tures positives que négatives, qui soit structureile-
ment agencé pour ne pas perturber le fonctionne-
ment d’appareils avoisinants, qui soit de conception
et de structure simples et aussi peu colteuses que
possible, et par ailleurs de proposer un appareillage
de test de plaques de circuits semi-conducteurs qui
permette un test automatique complet et fiable des
puces semi-conductrices.

A ces fins, un premier aspect de I'invention porte
sur un dispositif pour, par simple contact, supporter
et maintenir en position une piéce et porter celle-ci

- a une température souhaitée négative ou positive, le

maintien de la piéce s'effectuant par effet de
dépression qui, selon Pinvention, se caractérise
essentiellement en ce qu'il comprend :

- un plateau en un matériau thermiquement bon
conducteur, et présentant une face supérieure apte
a recevoir la piéce précitée, cette face possédant au
moins une gorge en communication avec un conduit
de raccordement avec une source de gaz en
dépression,

- un ensemble d’enceintes prévues dans le plateau
et approximativement paralléles les unes aux autres,
ces enceintes étant agencées pour étre traversées
respectivement par des flux de fluide de réglage
thermique a la susdite température souhaitée posi-
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tive ou négative et étant en communication avec des
conduits d'arrivée et de sortie de fluide raccordés a
une source de fluide de réglage thermique,

- et une chambre périphérique entourant le plateau
et contenant un gaz sec sous pression, ladite
chambre périphérique comportant un conduit de
raccordement a une source d'air sec sous pression
et des moyens de passages de sortie répartis sur le
pourtour du plateau, débouchant au niveau du
plateau et orientés vers le centre du plateau de
~ maniére que le gaz sec soit dirigé au-dessus de la
surface du plateau et sur la piéce supportée par
celui-ci afin d’empécher la formation de condensa-
tion et de givre pour des températures basses.

Avantageusement, les enceintes sont fermées sur
elles-mémes, concentriques et alimentées en paral-
leles. Dans ce cas, on peut prévoir que des conduits
d'arrivée et de sortie du fluide de réglage thermique
s'étendent sous les encelntes et communiquent par
des passages respectifs avec lesdites enceintes.
Pour favoriser |'obtention rapide d'un équilibre
thermique, il est intéressant que les conduits
d'arrivée et de sortie de fluide soient raccordés aux
enceintes de maniére telle que ce fluide circule dans
des sens opposés dans deux enceintes contigués.
On peut aussi faire en sorte que les enceintes
possédent des sections transversales différentes et
croissantes en fonction de leur éloignement du
centre du plateau.

Pour améliorer la conduction thermique entre le
dispositif et la piece qu'il supporte et pour que
celle-ci soit amenée rapidement et de fagon homo-
géne a la température souhaitée, et aussi lorsque les
piéces supportées par le dispositif doivent étre
raccordées électriguement a des organes extérieurs
et que la surface des piéces en contact avec le
dispositif est elle-méme a la masse électrique, il est

souhaitable que le piateau soit en un matériau -

électriquement bon conducteur et soit raccordé a
une masse électrique ; en particulier, il est avanta-
geux que le plateau soit en cuivre massif, en un
alliage de culvre ou en aluminium ; pour éviter une
oxydation de la surface du plateau et conserver un
bon contact de transfert thermique et électrique
avec la piéce, on peut prévoir que la face supérieure
du plateau soit munie d’'un revétement en or. Dans le
cas particulier du test des puces d'une plaque a
circuits semi-conducteurs, on est ainsi assuré que
toutes les puces possédent la méme masse et on

élimine les éventuels problémes dus & I'électricité -

statique (qui pourrait éventuellement endommager
ou détruire les puces).

Pour que le dispositif soit adapté a accepter des
piéces de différentes dimensions, il est souhaitable
de prévoir que la face supérieure du plateau soit
munie de plusieurs gorges s'étendant respective-
ment selon des contours fermés ou presque fermeés
et raccordées indépendamment les unes des autres
a une source de fluide.

Au moins pour des applications particuliéres, la
fabrication du dispositif se trouve simplifiée si le
plateau est de forme générale ronde, si les gorges
s'étendent selon des contours circulaires fermés ou
presque fermés sensiblement concentriques et si
les enceintes sont annulaires et concentriques.
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La mise en place du dispositif au sein d'un
appareillage peut se trouver grandement simplifiée
si les divers conduits précités sont creusés au sein
du plateau et sont regroupés au voisinage les uns
des autres.

Dans un mode de réalisation préféré, le dispositif
comprend aussi un carter en forme de cuvette
supportant le plateau ; des moyens de support et de
positionnement en un matériau électriquement et
thermiguement isolant (tel que des cales isolantes et
une matiére de remplissage Injectée) sont inter-
posés entre le carter et le plateau de maniére qu'il
n'y ait pas de contact entre le carter et le plateau ; et
la chambre périphérique de distribution du gaz sec
sous pression est alors supportée par le carter.

En outre, le dispositif peut avantageusement
comporter un couvercle annulaire évidé centrale-
ment qui coiffe le plateau et qui est configuré pour
contribuer a dirlger le gaz sec vers la surface
supérieure du plateau.

Lorsqu’un positionnement précis du dispositif par
rapport a d'autres organes est souhaité (par exem-
ple pour obtenir un positionnement correct d'une
plaque & circuits semi-conducteurs sous une téte
porte-contacts dans un appareillage de test), on
peut prévoir que la face inférieure du carter soit
rectifiée. de maniére qu’elle puisse constituer une
référence de positionnement vertical de la surface
supérieure du plateau.

Enfin, toujours dans le but d'éviter un dépét
d’humidité sur la piéce supportée par le dispositif et
le givrage de cette piéce, il est souhaitable de
prévoir, en au moins une zone de la périphérie du
dispositif, un échangeur thermique parcouru par un
fluide froid ou chaud et constituant un capteur de
I"humidité contenue dans 'atmosphere avoisinant le
plateau. .

Le dispositif qui vient d'étre décrit peut trouver
une application dans de nombreux domaines. Toute-
fois, conformément &4 un second aspect de l'inven-
tion, une application particuliérement intéressante
réside dans la réalisation d’'un apparelllage de test
de plaques de circuits semi-conducteurs qui est
équipé d'un tel dispositif.

Dans un mode de réalisation préféré, la téte
porte-contacts de I'appareiilage de test, qui doit &tre
mise au contact de chaque puce de la plaque et
établir avec celle-ci des contacts électriques appro-
pries pour le test, est fixe et le dispositif de
I'invention est alors monté a pivotement autour d'un
axe central et est en outre déplagable selon trois

.axes de déplacement mutuellement orthogonaux,

de maniére que chaque puce de la plaque puisse
&étre amenée dans une position prédéterminée
précise sous la téte porte-contacts.

Un appareillage conforme a finvention est
agencé pour permettre le fonctionnement appro-
prié du dispositif précité et comporte notamment,
dans ce but, une unité de fourniture de fluide de
réglage de température porté i une température
souhaitée, cette unité comportant un bloc de
réfrigération de fluide abaissant la température du
fluide a la température minimale de fonctionnement
de I'appareitlage, puis un bloc de réchauffement de
fluide agencé pour réchauffer le fiuide jusqu'a une
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température présélectionnable. Pour que I'appareil
permette un test fiable et utile, il doit permettre de
tester les puces dans des conditions extrémes de
températures : il est souhaitable que la température
de test soit sélectionnable entre -65°C et +210°C.

En outre, I'appareillage comporte avantageuse-
ment une unité de fourniture d'un gaz sec incluant
un bloc de séchage de gaz qui peut éventuellement
étre suivi d'un bloc d'ionisation du gaz sec, ce gaz
sec étant destiné a étre soufflé sur la plaque a
circuits semi-conducteurs pour éviter la formation
de condensation et de givre sur cette plaque lors
des essais sous température négative ; f'ionisation
éventuelle de ce gaz sec permet d'éviter la formation
d'électricité statique qui perturberait les mesures, et
risquerait méme d'endommager, voir détruire les
puces.

Il est également avantageux que le fluide de
réglage de température soit un gaz qui est ie méme
que le gaz sec de dégivrage et qu’avant de parvenir
au bloc de réfrigération, le gaz traverse le bloc de
séchage.

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la
description détaillée qui suit de modes de réalisation
préférés donnés uniquement a titre illustratif. Dans
cette description, on se référe aux dessins annexés
sur lesquels : .

- lafig. 1 est une vue simplifiée en perspective
d'un dispositif conforme & l'invention ;

- la fig. 2 est une vue en coupe diamétrale
selon la ligne fi-lldelafig. 1 ;

- la fig. 3 est une vue en coupe selon la ligne
1li-11l du plateau du dispositif de la figure 2 ;

- la fig. 4 est une vue de dessus du corps du
dispositif des fig. 1 et2 ; et

- la fig. 5 est une vue schématique d'un
appareillage de test de plaques a circuits
semi-conducteurs incorporant un dispositif
conforme auxfig. 1 a 4.

Le dispositif qui va maintenant étre décrit de fagon

_détaillee est essentiellement destiné & supporter

des plaques primaires (ou "wafers”) en matériau
semi-conducteur (silicium) st contenant une plura-
lité de circuits intégrés afin que ceux-ci puissent,
avant découpage des circuits individuels, subir des
tests de fonctionnement dans des conditions de
températures variables (comme ceia sera décrit plus
particulierement plus loin, en référence a la fig. 5).
Mais il est entendu que le dispositif de l'invention
n'est pas limité & cette seule application.

En se reportant tout d’abord essentiellement aux

figures 1 et 2, le dispositif de I'invention, désigné

dans son ensemble par la référence 1, comporte un
plateau circulaire 2 constitué en un matériau thermi-
guement et électriquement trés bon conducteur. Par
exemple, le piateau est en cuivre, en un alliage de
cuivie ou en aluminium, massif et usiné dans la
masse.

Le plateau 2 est supporté, par l'intermédiaire de
cales (non visibles sur les dessins) -constituées en
un matériau thermiguement et électriguement iso-
lant- de faible section de contact, dans un carter 3
métallique (par exemple en aluminium ou un alliage
de ce métal). Le carter 3 présente la forme générale
d’une cuve cylindrique de révolution et posséde un
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axe de support 4, situé en position axiale sous son
fond. Le plateau 2 est également coaxial a cet axe 4.
Le plateau 2 et le carter 3 n'ont aucun point de
contact et I'espace libre entre eux est rempli par
injection d’'un matériau isolant thermiquement ‘et
électriquement 5, tel qu'une mousse polyuréthane
ou une mousse silicone.

Le positionnement du plateau 2 dans I¢ carter est.
effectué de maniére telle et avec une précision telle
que la face inférieure 6 du carter et la face
supérieure 7 du plateau soient mutuellement paral-
léles. La face inférieure 6 du carter peut alors étre
rectifite pour servir de face de référence de
positionnement vertical de la piéce supportée par le
plateau 2 {par exemple dans le cas de |'appareillage
de la fig. 5). .

Toujours pour ce qui conceme le plateau 2, on
notera qu'il présente sur sa face inférieure une partie
25, saillant vers le bas et s'étendant sensiblement
diamétralement, dans laquelle sont creusés diffé-
rents conduits de liaison dont il sera question plus
loin. A leurs extrémités respectives ces conduits
sont connectés a des raccords de liaison qui
traversent la paroi latérale du carter 3 et qui
apparaissent a I'extérieur de celle-ci comme vislble
sur la fig. 1. Pour simplifier, ces raccords sont
désignés par les mémes références numériques que
les conduits proprement dits. ‘

La face supérieure 7 du plateau peut étre revétue
d'or pour empécher i'oxydation du cuivre et amélio-
rer la conduction thermique et électrique. Au moins
pour certaines applications, le plateau 2 est rac-
cordé électriquement a un potentiel électrique
approprié, en particulier & la masse électrique.

Dans la surface supérieure 7 du plateau 2 sont
creusées plusieurs gorges 8 circulaires ou quasi-cir-
culaires, concentriques ; ces gorges sont raccor-
dées par des trongons de gorges radiales ou
sensiblement radiales a des conduits verticaux 9
situés vers le centre et traversant le plateau 2 et se
raccordant & des conduits respectifs horizontaux 10,
paralléles et situés a proximité I'un de I'autre,
s'étendant pratiquement radialement et débouchant
sur la face latérale cylindrique du carter 3. Les
conduits 10 sont destinés a étre raccordés a une
source d'air sous une pression inférieure a la
pression atmosphérique de telle maniére qu’une
piéce a traiter, reposant par une de ses faces planes
sur la surface 7 du plateau 6, recouvre entiérement
au moins la gorge 8 centrale et soit maintenue
plaquée sur la surface 7 en raison de la dépression
régnant dans cette gorge. Les différentes gorges
circulaires 8 sont raccordées a des conduits
d'alimentation 10 distincts et commandables de
fagon indépendante de maniére que chaque gorge 8
puisse étre utilisée seule, indépendamment des
autres gorges. |l est ainsi possible de positionner et
de maintenir en place des piéces de dimensions
diverses (par exemple des plaques semi-conduc-
trices de diamétres compris entre 75 et 150 mm).

Pour permettre la réalisation de test dans des
conditions de températures variables, aussi bien
négatives que positives (par exemple entre -65°C et
+210°C), il est prévu que l'échange thermique
approprié soit réalisé avec la piéce a traiter par
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conduction thermique directe entre le plateau 2 et la
pidce. Pour obtenir une température homogéne
dans I'ensemble du plateau 2 de fagon rapide, on
prévoit d’utiliser un courant de fluide (de préférence
mais non obligatoirement, un gaz} & température
appropriée en tant que vecteur thermique. Pour ce
faire, il est donc nécessaire que le courant de gaz
soit mis en circulation en restant en contact direct
avec le matériau constitutif du plateau 2. A cet effet,
le plateau 2 est agencé de la maniére suivante.

Deux conduits 11 de raccordement a une source
de fluide a la température négative ou positive
souhaltée sont prévus dans la partie 2a du plateau 2,
sur toute la longueur de celle-ci, au voisinage des
conduits 10 précités et parallélement a ceux-ci. En
outre, dans la masse du plateau 2 et au-dessus des
conduits 11 sont prévues plusieurs enceintes annu-
laires 15 concentrigues délimitées par des cloisons
14 (voir aussi fig. 3). Les cloisons 14 ont un
écartement mutuel croissant depuis le centre vers la
périphérie de maniére que les enceintes annulaires
15 possédent des sections croissantes afin de
compenser les pertes de charge dans I'écoulement
du fluide de régulation thermique. Des passages
verticaux 12 sont prévus entre les conduits 11 et les
enceintes annulaires 15 de maniére a créer dans
celles-ci une circulation de fiuide.

En outre, pour homogénéiser au mieux et au plus
vite I'équilibre thermique du matériau constitutif du
plateau 2, il a été trouvé avantageux que les
circulations du fluide dans deux enceintes annu-
laires 15 contigués s'effectuent dans des sens
opposés et & parlir de points approximativement
diamétralement opposés. A cet effet, comme repré-
senté a la fig. 4, le conduit d'amenée du fiuide -par
exemple conduit de gauche sur la fig. 4 (fleche 13a)-
est raccordé aux enceintes annulaires successives

par des passages 12 situés alternativement au pius -
. loins et au plus prés de son embouchure ; de méme,

le conduit d'évacuation du fluide -par exemple
conduit de droite sur la fig. 4 (fléche 13b)- est
raccordé aux enceintes annulaires successives par
des passages 12 alternativement respectivement au
plus prés et au plus loin de son embouchure. Ainsi,
dans chaque enceinte, le fluide issu du conduit 11
d'amenée se scinde en deux courants parcourant
les deux demi-longueurs curvilignes de I'enceinte
avant de s'échapper dans le conduit d’évacuation en

un point approximativement diamétralement op-

posé au point d'injection.

Pour que la fabrication du plateau 2 soit rendue
possible de fagon pratique, on peut prévoir qu'il soit
constitué par deux piéces, savoir une portion
supérieure comprenant la semelle supérieure (avec
la surface supérieure 7) munie de jupes annulaires
concentriques destinées a former les cloisons 14 et
une portion inférieure comprenant la semelile infé-
rieure avec la partie saillante 2a précitée ; les
portions supérieure et inférieure sont ensuite solida-
risées 'une & I'autre par soudure des chants des
jupes de la portion supérieure sur la face en regard
de la semelle de la portion inférieure.

Sur toute la périphérie du carter 3 s'étend une
chambre annulaire 16 raccordée & un conduit
d’'amenée de gaz 17 situé au voisinage immédiat des
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conduits 10 et 11 déja cités. La paroi radialement
interne délimitant ces chambres annulaires 16 est
percée d'une multiplicité de passages 18 répartis
circonférentiellement, dirigés radialement vers l'inté-
rieur ou bien est munie d’une ouverture continue 18
tournée vers l'intérieur (comme représenté sur les
figures) ; ces passages ou ouvertures 18 sont
légérement inclinés vers le haut et débouchent
sensiblement a hauteur de la surface supérieure 7
du plateau 2 ; cette surface peut du reste étre
chanfreinée sur toute son pourtour pour ne pas
géner le passage du gaz. ’

Le gaz amené dans la chambre annulaire 16 est un
gaz sous pression, trés sec, qui est projeté, par les
passages 18, sur la piéce a traiter disposée sur le
plateau 2, afin d'empécher sur cette piéce Ia
formation de condensation et le givrage de celle-ci
dans des conditions de températures négatives.

De plus un capot 19, muni d'une ouverture
centrale, peut étre fixé sur le carter 3 pour coiffer le
plateau 2 et servir de déflecteur rabattant le gaz sec
vers la piéce située sur la surface 7.

il est encore possible d’améliorer I'absence de
condensation sur la piéce en prévoyant,a proximité
immédiate, une zone trés froide (ou trés chaude). A
cet effet, on prévoit, sur une portion circonférentielle
de la paroi externe du carter 2, un échangeur
thermique 20 par exemple constitué par un tube, en
un matériau trés bon conducteur thermique dans
lequel circule un fluide a trés basse (ou trés haute)
température qui attire 'humidité de I'atmosphére
environnante (voir fig. 2 et 4).

Enfin, une sonde de température {(non visible sur
les figures) peut étre prévue immédiatement sous fa
surface 7 du plateau 2, au centre de celui-ci, et les
fils de cette sonde sont situés dans un conduit 21
creusé dans le plateau 2 au voisinage des conduits
10 précités et parallélement a ceux-ci (voir notam-
ment fig. 2 et 4).

La figure § montre un exemple de mise en oeuvre
du dispositif 1 conforme a l'invention dans une
machine ou appareillage destinée au test de circuits
semi-conducteurs 22 présents dans des plagues
semi-conductrices ("wafers”) 23. Le dispositif 1 est
supporté, par son axe 4, par une table 24 par rapport
a laquelle il peut pivoter autour de I'axe 4 et étre
déplacé linéairement selon trois directions mutueile-
ment orthogonales. De la sorte, chaque puce de
circuit semi-conducteur 22 peut étre amenée dans
l'axe 26 d’'une téte 25 supportant des contacts 27

_d'un appareil de test ; cette téte 25 est supportée de

fagon fixe par un support 28 solidaire de la table 24.

Du fait des dimensions trés réduites des puces 22
et des contacts 27 de la téte 25, il est nécessaire que
le positionnement du dispositif 1 sous la téte 25 soit
d'une précision extréme et que, par conséquent,
aucune géne ne soit apportée aux mouvements du
dispositif. Pour cette raison, les différents conduits
10, 11, 17, 21 sont raccordés aux appareils exté-
rieurs par des conduits de trés grande souplesse qui
n'‘opposent pas de couple résistant notable au
mouvement du dispositif 1. :

Les conduits 10, alimentant chacun une gorge a
dépression 8, sont raccordés par lintermédiaire
d'organes de commande respectifs 29, 4 une pompe
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a vide 30 fournissant de l'air sous une pression
inférieure a la pression atmosphérique.

Les différents fluides utilisés par ailleurs sont en
principe de I'air comprimé séché dans un sécheur
d'air 31, puis refroidit dans un refroidisseur 32
jusqu'a la température minimale de fonctionnement
de la machine (par exemple -65°C). Cet air est
ensuite réchauffé dans un dispositif de chauffage 33,
jusqu’a une température de fonctionnement réglable
dans une plage souhaltée (par exemple -65°C a
+ 210°C) sous I’action de moyens de commande 34
a action manuelle ou automatique recevant en outre
les informations en provenance de la sonde thermi-
que 21 du dispositif 1. Cet air a la température
requise est ensuite appliqué a l'entrée 11 du
dispositif 1 ; la sortie 11 est de préférence raccordée
au sécheur 31 ou & la source d’air sous pression de
maniére a réduire les pertes thermiques.

" La sortie du sécheur 31 est également raccordée
a I'entrée 17 reliée a la chambre annulaire 16 pour
alimenter celle-ci en air sec sous pression.Eventuel-
lement, sil’on souhaite en outre éviter les problémes
dis a l'électricité statique, il est possible de prévoir
un dispositif d'ionisation de I'air 35 disposé en amont
de I'entrée 17 qui est en mesure d'ioniser I'air de
facon appropriée.

Dans un exemple typique, une machine équipée
d'un dispositif conforme a linvention permet de
tester des plaques semi-conductrices ayant des
diameétres compris entre 75 et 150 mm, sous des
températures comprises entre -65°C et +210°C,
avec une précision de £ 1°C sur la température ; la
stabilité de ja température de la plaque semi-
conductrice au cours des tests estde + 0,5°Cetla
répétabilité de la température de cette plaque estde
+ 0.5°C. '

Comme il va de soi et comme il résulte d’ailleurs
déja de ce qui précéde, l'invention ne se limite
nullement 4 ceux de ses modes d'application et de
réalisation qui ont été plus particuliérement envi-
sagés . elle en embrasse, au contraire, toutes les
variantes.

Revendications

1. Dispositif -(1) pour, par simple contact,
supporter et maintenir en position une piéce et
porter celle-ci & une température souhaitée
négative ou positive, le maintien de la piéce
s'effectuant par effet de dépression, caracté-
risé en ce qu'il comprend :

- un plateau (2} en un matériau thermiquement
bon conducteur et présentant une face supér-
ieure (7) apte a recevair la piéce précitée, cette
face possédant au moins une gorge (8) en
communication avec un conduit (9, 10) de
raccordement avec une source de gaz en
dépression,

- un ensemble d'enceintes (15) prévues dans le
plateau (2) et approximativement paralléles les
unes aux autres, ces enceintes étant agencées
pour etre traversées respectivement par des
flux de fiuide de réglage thermique a la susdite
température souhaitée positive ou négative et
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étant en communication avec des conduits {11)
d'arrivée et de sortie de fluide raccordés a une
source de fluide de réglage thermique,

- et une chambre périphérique (16) entourant le
plateau (2) et contenant un gaz sec sous
pression, ladite chambre périphérique compor-
tant un conduit de raccordement (17) a une
source d'air sec sous pression et des moyens
de sortie (18) répartis sur le pourtour du
plateau, débouchant au niveau du plateau et
orientés vers le centre du plateau de maniére
que le gaz sec soit dirigé au-dessus de la
surface du plateau et sur la piéce supportée par
celui-ci afin d'empécher la formation de
condensation et de givre pour des tempéra-
tures basses. -

2. Dispositif selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les enceintes (15) sont fermées
sur elies-mémes, concentriques et alimentées
en paraliéles.

3. Dispositif selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que des conduits (11) d’arrivée et de
sortie du fluide de réglage thermique s'éten-
dent sous les enceintes (15) et communiquent
par des passages respectifs (12) avec lesdites
enceintes (15).

4. Dispositif selon la revendication 3, caracté-
risé en ce que les conduits (11) d'arrivée et de
sortie du fluide de reglage thermique sont
raccordés aux enceintes annulaires (15) de
maniére telle que ce fidide circule dans des
sens opposés dans deux enceintes (15) conti-
gués.

5. Dispositif selon l'une quelconque des
revendications 2 a 4, caractérisé en ce que les
enceintes (15) possédent des sections trans-
versales différentes et croissantes en fonction
de leur éloignement du centre du plateau (2).

6. Dispositif selon I'une quelconque des
revendications 1 & 5, caractérisé en ce que le
plateau (2) est en un matériau électriquement
bon conducteur et est raccordé & une masse
électrique.

7. Dispositif selon |la revendication 6, caracté-
risé en ce que le plateau (2) est massif en

“cuivre, en un alliage de cuivre, ou en aluminium.

8. Dispositif selon la revendication 6 ou 7,
caraciérisé en ce que la face supérieure (7) du

~ plateau (2) est munie d'un revétement en or.

9. Dispositif selon 'une quelconque des
revendications 1 a 8, caractérisé en ce que la
face supérieure (7) du plateau (2) est munie de
plusieurs gorges (8) s'étendant respectivement
selon des contours fermés ou presque fermés
et raccordées indépendamment les unes-des
autres a une source de fluide.

10. Dispositif selon I'une quelconque des
revendications 1 & 9, caractérisé en ce que le
plateau (2) est de forme générale ronde, en ce
que les gorges (8) s’étendent selon des
contours circulaires fermés ou presque fermés
sensiblement concentriques et en ce que les
enceintes (15) sont annulaires et concentri-
ques.

11. Dispositif selon I'une queiconque des
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revendications 1 & 10, caractérisé en ce que les
divers conduits précités (10, 11, 17) sont
creusés au sein du plateau (2) et sont re-
groupés au voisinage les uns des autres.

12. Dispositif selon I'une quelconque des
revendications 1 a 11, caractérisé en ce qu'il
comprend un carter (3) en forme de cuvette
supportant le plateau (2), en ce que des
moyens de support et de positionnement en un
matériau thermiquement et électriquement iso-
lant sont interposés, entre le carter et le plateau
de maniére qu'il n'y ait pas de contact entre le
carter et le plateau, et en ce que la chambre
périphérique (16) est supportée par le carter
(3).

13. Dispositif selon I'une quelconque des
revendications 1 & 12, caractérisé en ce qu'il
comporte un couvercle annulaire évidé centra-
lement qui coiffe le plateau et qui est configuré
pour contribuer a diriger le gaz sec sous
pression vers la surface supérieure (7) du
plateau (2).

14. Dispositif selon la revendication 12 ou 13,
caractérisé en ce que la face inférieure (6) du
carter (3) est rectifiée de maniére telle qu'elle
puisse constituer une référence de positionne-
ment vertical de la surface supérieure (7) du
plateau (2).

15. Dispositif selon l'une quelconque des
revendications 1 a 14, caractérisé en ce qu'il
comporte, en au moins une zone de sa
périphérie, un échangeur thermique (20) par-
couru par un fiuide froid ou chaud et constituant
un capteur de I'humidité contenue dans {’air
avoisinant le plateau (2).

16. Appareillage ou machine pour le test de

' plagques de circuits semi-conducteurs, caracté-

risé en ce qu'il inclut un dispositif (1) selon I'une
quelconque des revendications 14 15.

17. Appareillage selon la revendication 16,
caractérisé en ce que le dispositif (1) est
monté a pivotement autour d'un axe central (4)
et est mobile selon trois axes de déplacement
mutuellement orthogonaux de maniére que
chaque circuit semi-conducteur (22) de la
plaque (28) puisse étre amené sous une téte de
contact (25) fixe.

18. Appareillage selon la revendication 16 ou
17, caractérisé en ce qu'il comporte une unité

de fourniture de fluide de réglage de tempéra--

ture porté a une température souhaitée, cette
unité comportant un bloc (32) de refrlgeratlon
de fluide abaissant la température du fluide a la
température minimale de fonctionnement de
'appareillage, puis un bloc (33) de réchauffe-
ment de fluide agencé pour réchauffer le fluide
jusqu'a une température présélectionnable.

19, Appareillage selon la revendication 18,
caractérisé en ce que la température est
sélectionnable entre -65°C et +210°C.

20. Appareillage selon I'une quelconque des
revendications 16 a 19, caractérisé en ce qu'il

- comporte en outre une unité de fourniture d'un

gaz sec incluant un bloc de séchage de gaz
(31).
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21. Appareillage selon la revendication 20,
caractérisé en ce qu’en aval du bioc de séchage
de gaz est prévu un bloc (35) d'ionisation du
gaz sec.

22. Appareillage selon les revendications 18 a
20, caractérisé en ce que le fluide de réglage de
température est un gaz qui est le méme que le
gaz sec de dégivrage et en ce qu'avant de
parvenir au bloc de réfrigération, le gaz traverse
le bloc de séchage (31).
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